
 1 

证券代码：688135         证券简称：利扬芯片       公告编号：2024-004 

广东利扬芯片测试股份有限公司 

关于自愿披露全资子公司签订日常经营重大合同的

公告 

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

重要内容提示： 

 合同类型：销售合同（以下简称“合同”或“本合同”） 

 合同金额：预估合同金额合计为人民币 6,500.00万元。 

 合同期限：自双方签署生效之日起 1年，期满自然终止，如任一方有意续签，

可提前 15天向另一方提出，双方协商一致后予以书面确认。 

 对上市公司业绩的影响：本次签署的合同与利阳芯日常经营活动相关，利阳

芯将根据合同的相关条款约定，在合同履行期间各月度确认销售收入。本合

同的签订为合同相对方提供晶圆减薄，切割及相关配套服务（含晶圆减薄、

抛光，激光开槽，激光隐切等系列技术工艺服务），将进一步提升公司的市

场地位，有利于提高公司的持续盈利能力和核心竞争力，对公司业务发展及

经营业绩将产生积极的影响。合同相对方与本公司不存在关联关系，本次合

同签订对公司业务独立性不构成影响，不会因履行合同对上述合同相对方形

成依赖。 

 风险提示：合同双方均具有良好的履约能力,但在合同履约过程中，若受外

部宏观环境、市场环境等不可预测或不可抗力因素影响，可能存在导致合同

无法如期或全部履行的风险。合同执行过程中，可能存在产能紧张原因使得

未能按时提供技术服务，导致公司承担违约责任的风险。公司将积极做好相

关应对措施，全力保障合同正常履行，敬请广大投资者理性投资，注意投资

风险。 

一、审议程序情况 

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司利阳芯（东
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莞）微电子有限公司（以下简称“利阳芯”）近期分别与客户 A、客户 B（以下

统称“合同相对方”）签署提供晶圆减薄，切割及相关配套服务（含晶圆减薄、

抛光，激光开槽，激光隐切等系列技术工艺服务），预估金额合计为人民币

6,500.00 万元。本合同为利阳芯日常经营性合同，根据《上海证券交易所科创

板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司已履行了签署本合同相应的内

部合同审批流程，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议批准。 

根据合同相对方的保密要求，本次具体交易信息属于商业秘密、商业敏感信

息。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，按照本规则披露或者履行相

关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照

相关规定暂缓或者豁免披露该信息。公司根据《信息披露暂缓与豁免业务内部管

理制度》，填制《信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表》《信息披露暂缓或

豁免业务事项知情人登记表》，履行了信息豁免披露程序，因此公司对本次交易

的信息进行了豁免披露。 

二、合同标的和相对方当事人情况 

（一）合同标的情况及合计金额 

合同标的为提供晶圆减薄，切割及相关配套服务（含晶圆减薄、抛光，激光

开槽，激光隐切等系列技术工艺服务），预估合同金额合计为人民币 6,500.00

万元，具体以双方签订确认的报价单及实际交易价格为准。 

（二）合同相对方当事人情况 

1、单位名称：客户 A、客户 B 

2、公司已履行内部信息披露豁免程序，对合同相对方的相关信息进行了豁免

披露。 

3、客户 A、客户 B具有良好的信用，具备良好的履约能力。 

（三）合同期限：自双方签署生效之日起 1年，期满自然终止，如任一方有意

续签，可提前 15天向另一方提出，双方协商一致后予以书面确认。 

（四）合同其他条款：合同对委托加工内容、费用及结付方式、产品质量及责

任、知识产权、双方权利与义务、保密责任、存续与终止、违约责任、争议解决

等进行了明确的约定。 

（五）关联关系说明 
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公司与客户 A、客户 B之间不存在关联关系。 

四、合同履行对公司的影响 

本次签署的合同与利阳芯日常经营活动相关，利阳芯将根据合同的相关条款

约定，在合同履行期间各月度确认销售收入。本合同的签订为合同相对方提供晶

圆减薄，切割及相关配套服务（含晶圆减薄、抛光，激光开槽，激光隐切等系列

技术工艺服务），将进一步提升公司的市场地位，有利于提高公司的持续盈利能

力和核心竞争力，对公司业务发展及经营业绩将产生积极的影响。 

合同相对方与本公司不存在关联关系，本次合同签订对公司业务独立性不构

成影响，不会因履行合同对上述合同相对方形成依赖。 

五、相关风险提示 

合同双方均具有良好的履约能力,但在合同履约过程中，若受外部宏观环境、

市场环境等不可预测或不可抗力因素影响，可能存在导致合同无法如期或全部履

行的风险。合同执行过程中，可能存在产能紧张原因使得未能按时提供技术服务，

导致公司承担违约责任的风险。 

公司将积极做好相关应对措施，全力保障合同正常履行，敬请广大投资者理

性投资，注意投资风险。 

特此公告。 

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 

2024 年 2月 2日 


